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FR-4 和铝基板的区别

 

随着电子科技的发展，PCB 行业的成员越来越多，由于产品的特性需求，常见的 FR-4

硬板已经无法满足客户的特殊需求，由此金属 PCB，软硬结合板，3D 折弯板等新工艺应运

而生。

FR-4 和铝基板有哪些区别呢？具体如下：

1. 结构不同

 
2. 特性对比 

 
 

3. 导热性能 

铝基板与 FR-4 板的散热性（以饱和热阻表示）对比： 

      
基材分别为铝基板与 FR-4 板装有晶体管的 PCB，由于基材的散热性不同，致使工作温度上

升不同的测试数据性能： 
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不同基板材料上的导电线路（铜线路）和熔断电流的对比关系见图一。从铝基板与 FR-4 板

的对比看，由于金属基板的散热性高，对导线熔断电流有明显的提高，这从另一个角度表明

了铝基板的高散热性的特性。 

 

铝基板的散热性与它的绝缘层厚度、热传导性有关。绝缘层越薄，铝基板的热传导性越高（但

耐压性能就越低）。  

 

4. 机械加工性能 

铝基板具有高机械强度和韧性，此点优于 FR-4 板。为此在铝基板上可实现大面积的印

制板的制造，重量大的元器件可在此类基板上安装。 

 

5. 电磁波屏蔽性 

电磁波屏蔽性：为了保证电子电路性能，电子产品中的一些元器件需防止电磁波的辐射、

干扰。铝基板可充当屏蔽板，起到屏蔽电磁波的作用。 

 

6. 热膨胀系数 

热膨胀系数：由于一般的 FR-4 都存在着热膨胀的问题，特别是板的厚度方向的热膨胀，

使金属化孔、线路的质量受到影响。这主要原因是板的原材料厚度方向的热膨胀系数有差异：

铜的热膨胀系数为 17×106cm/cm•℃、FR-4 板基材为 110×106cm/cm•℃，两者相差较大，容

易产生：受热基材膨胀变化差异，使铜线路和金属化孔间断裂造成破坏，影响产品可靠性。

铝基板的热膨胀系数为 50×106cm/cm•℃，比一般的 FR-4 板小，更接近于铜箔的热膨胀系数。

这样有利于保证印制电路板的质量、可靠性。 

7. 应用领域不同 

适用电路不同、应用领域不同 FR-4 板适用于一般电路设计和普通电子产品。铝基板适

用于有特殊要求的电路。如：厚膜混合集成电路、电源电路的散热、电路中元器件的散热降

温、陶瓷基片难以胜任的大规模基片、使用普通散热器不能解决可靠性的电路。典型应用举

例：电脑 电源装置、软盘驱动器、主机板汽车、摩托车 电压调节器、点火器、其他自动安

全控制系统电源 DC/DC、AC/DC、DC/AC、变压器音响 输出放大器、均衡放大器、前置

放大器电子 固态继电器、晶体管基座其他 散热器、精密电机、仪器仪表、工业自动化设备。 


